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V. Opis programu studiéw

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu M#1-S2-MiBM-KWTLiP-210

Nazwa przedmiotu Projektowanie proceséw obrébki laserowej
Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Design of laser treatment

Obowigzuje od roku akademickiego 2019/2020

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow MECHANIKA | BUDOWA MASZYN
Poziom ksztatcenia Il stopien
Profil studiow ogolnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw | studia stacjonarne

komputerowo wspomagane technologie laserowe i pla-
zmowe

Katedra Inzynierii Eksploatacji i Przemystowych Sys-
teméw Laserowych

Zakres

Jednostka prowadzaca przedmiot

Koordynator przedmiotu Dr hab. inz. Bogustaw Grabas

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynalezno$¢ do grupy/bloku przedmiotéw przedmiot specjalnosciowy
Status przedmiotu obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajeé polski

Usytuowanie modutu w planie studiow - semestr semestr 2

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) NIE

Liczba punktéw ECTS 1

Forma . " wyktad éwiczenia laboratorium projekt seminarium
prowadzenia zaje¢

Liczba godzin

w semestrze 15




EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Posiada specjalistyczng wiedze o dziataniu i funkcjach
W01 |sterowania numerycznego urzadzen do obrébki lasero- MiBM2_W04
Wiedz wej.
edza Posiada specjalistyczng wiedze na temat parametréow
W02 |technologicznych wybranych operacji obrobki lasero-| MiBM2_WO07
wej.
Uo1 Umie dobra¢ parametry obrobki wybranych operaciji MiBM2_U03
Technologicznych. MiBM2_U08
Umiejetnosci U02 Potrafi wyznaczy¢ trajektorie obrobki. Potrafi napisaé MIBM2 U02
kod CNC dla wybranych przypadkéw obrébki. -
. Rozumie koniecznos¢ pogtebiania i aktualizacji wie- :
Sng?epCeztﬁgqe K01 |dzy na temat znaczenia technologii obrébki laserowej MiBM2_K01

W rozwigzywaniu ztozonych zadan inzynierskich.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma o
< o Tresci programowe

zajec
Studenci obowigzani sg zaprojektowaé proces technologiczny wybranej obrébki lase-
rowej. Projektowanie obejmuje dobdr materiatu, ustalenie trajektorii ruchu gtowicy

projekt wzgledem materiatu, dobor parametréw technologicznych wybranego procesu i stwo-

rzenie kodu sterujgcego CNC. Wykonane projekty beda realizowane w laboratorium
laserowym.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia (zaznaczyc x)
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
wo1 X
W02 X
uo1 X
uo2 X
K01 X
FORMA | WARUNKI ZALICZENIA
FO_I‘m’iI Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
projekt zaliczenie z ocena \LIJV)z/ZEkame oceny z zadanych i wykonanych zadan projekto-




NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nost-
ka
W C L P S
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiéw - h
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 h
3 Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela 17 h
" | akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela aka- 0,7 ECTS
demickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 8 h
6. Liczba punktéw E(_:TS, _ktorq student uzyskuje 0.3 ECTS
w ramach samodzielnej pracy
7 Naklad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- 32 h
" | rze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje
8. g 1,3 ECTS
w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obciazenie pracg studenta 25 h
10, Punkty ECTS za n.10du.t N 1 ECTS
1 punkt ECTS=25 godZzin obcigzenia studenta
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